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Chiptragerplatten-Wechselmechanismus zur Verwendung 
in einer Hybrid-Chipbondmaschine 


Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Chiptragerplatten-Wechselmechanis- 
mus fur eine Hybrid-Chipbondmaschine, insbesondere eine automa- 
tische Hybrid-Chipbondmaschine, nach dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1. 

5 • . 

Eine Hybrid-Chipbondmaschine dient dazu, Halbleiterchips ver- 
schiedener Typen und insbesondere Grofien auf ein Substrat zu 
bonden. In der Chipzuf uhrungsstuf e werden Chips jeweils einzeln 
einem Chipausstechsystem zugefuhrt, um ausgestoften und an- . 

10 schlieiiend von einem geeigneten Auf nahmewerkzeug aufgenommen zu 
werden. Eine Reihe von verschiedenen Chipzuf uhrungssystemen ist 
bekannt und in Benutzung, und die Wahl des Chipzuf uhrungssys- 
tems wird hauptsachlich durch die Grofie des Chips bestimmt. 
Vorhandene Chipzuf uhrungssysteme umfassen beispielsweise Wafer- 

15 ringe bzw. Tragerf ilmrahmen und Waf f elschalen (Waf f lepacks ) 
oder auch sogenannte Gelpacks, die jeweils in verschiedenen 
Groften verfugbar sind. 

Beim automatischen Hybrid-Chipbonden muft die Maschine fahig 
20 sein, eine Reihe von verschiedenen Grofien oder Typen von Chips 
mit einem moglichst kurzen Wechselintervall und entsprechend 
kurzem Betriebszeitverlust der Maschine zu handhaben, wenn ein 
Wechsel von einer Chipgrofie oder einem Chiptyp zu einem anderen 
stattf indet . 
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Jeder einzelne Wafer, jeder Tragerf ilmrahmen oder jedes Waffle- 
pack oder Gelpack eines bekannten Chipzuf uhrungssystems enthalt 
Chips nur eines Typs oder einer Grofie. Wenn es beim Bonden not- 
wendig wird, von einem Chiptyp oder einer Chipgrofie zu einer 
anderen zu wechseln, ist es auch erf orderlich, zu einer anderen 
Chiptragerplatte zu wechseln, obwohl es sich um eine Trager- 
platte gleichen Typs handeln kann und der einzige Unterschied 
in den zugefuhrten Chips besteht. Bei bekannten Hybrid-Chip- 
bondmaschinen werden die Chiptragerplatten einzeln gewechselt, 
was eine entsprechend lange Produktionsdauer mit sich bringt . 

In der EP 0 447 082 B 1 der Anmelderin ist ein Chiptragerplat- 
ten-Wechselsystem angegeben zur Verwendung in einer Hybrid- 
Chipbondinaschine, und zwar insbesondere einer automatischen Hy- 
brid-Chipbondmaschine . Ein automatischer. Hybrid-Chipbonder 
weist dort ein Chiptragerplattensystem, eine Chipausstechsys- 
tem-Station und ein Chipauf nahme- und -montagesystem auf , das 
ein Chipgreif zangensystem oder ein Epoxy-Chipbonder sein kann. 

Das Chipausstechsystem umfafit gemafi der EP-A-0 447 083 der An- 
melderin einen Trager, eine Vielzahl von Chipausstechkopf en, 
die an dem Trager angebracht sind, und eine Einrichtung zum 
schrittweisen Fortschalten des Tragers zum Fortschalten eines 
Kopfs in eine Betriebsposition - Die verschiedenen Kopfe weisen 
verschiedene Anordnungen von Chipausstechnadeln auf, die je- 
weils geeignet sind, um eine bestimmte ChipgroBe oder einen be- 
stimmten Chiptyp auszustechen . Nach dem Ausstechen wird der 
Chip von einem geeigneter Aufnehmer aufgenommen und zu einer 
Chipmontagestation verbracht . 

Die Chipauf nahmestufe weist zweckmafiig ein Werkzeugwechselsys- 
tem auf, wie es in der EP-A-0 447 087 der Anmelderin beschrie- 
ben ist. Diese umfafit einen Werkzeugsatz mit einer Vielzahl von 
Werkzeughaltern, in die jeweils ein Werkzeug eingesetzt ist und 
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die zur Aufnahme durch einen Kopf ausgebildet sind. Der Kopf 
ist an einer Halterung angebracht und kann zwischen dem Werk- 
zeugsatz, dem Chipausstechsystem und einer Chipmontagestation 
angetrieben werden. Der Werkzeugsatz kann angetrieben werden, 
5 um einen ausgewahlten Werkzeughalter zu einer Station weiterzu- 
schalten, an der er von dem Kopf aufgenommen werden kann. 

Das Chiptragerplatten-Wechselsystem gemafi der o.a. 
EP 0 447 082 Bl weist auf: 
10 (a) ein Magazin, um eine Vielzahl von Chiptragerplattenn zu 
speichern, 

(b) eine Transportanordnung, die auf einem axialen Zapfen, der 
um seine Vertikalachse drehbar ist", angebracht ist und 
eine erste und eine zweite Einspanneinrichtung aufweist, 

15 die an einer drehbaren Halterung angebracht sind, wobei 

jede Einspanneinrichtung dazu ausgebildet ist, eine ausge- 
wahlte Chiptragerplatte von dem Magazin abzuholen, sie ei- 
nem Chipausstechsystem der Chipbondmaschine zuzufuhren, 
sie aus dem Chipausstechsystem wieder auf zunehmen, nachdem 

20 eine vorbestimmte Anzahl Chips ausgeworfen worden ist, und 

sie zu dem Magazin zuruckzubringen, 

(c) eine Schalteinrichtung zum Weiterbewegen der Tragerplatten 
in dem Magazin, so daft die gewahlte Tragerplatte an einem 
Abholpunkt zur Abholung aus dem Magazin positioniert wird, 

25 und 

(d) eine Schalteinrichtung zum Weiterdrehen der Transportan- 
ordnung um die genannte Vertikalachse. 


Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten 
30 Chiptragerplatten-Wechselmechanismus sowie ein Verfahren zum 

Betrieb eines solchen anzugeben, mit denen eine noch hohere Ar- 
beitsef f izienz und damit niedrigere Produktonskosten beim Chip- 
bonden erreicht werden konnen. 
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Diese Aufgabe wird gemafi ihrem Vorrichtungsaspekt durch einen 
Chiptragerplatten-Wechselmechanismus mit den Merkmalen des An- 
spruchs 1 und in ihrem Verf ahrensaspekt durch ein Betriebsver- 
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 8 gelost. 

5 

Die Erfindung schliefit den grundlegenden Gedanken ein, den 
Zeitaufwand fur den Transport zwischen dem Magazin, in dem die 
fur den ProduktionsprozefJ bereitgestellten Chiptragerplatten 
aufgenommen sind, und dem Chipausstechsystem durch eine Kombi- 
10 nation von Zufiihr- und Abtransportvorgang weiter zu verringern. 

Weiter schliefit die Erfindung den Gedanken ein, hierzu den Auf- 
bau des Chiptragerplatten-Wechselmechanismus zu modif izieren . 
Schliefllich gehort zur Erfindung der Gedanke, diese Modifizie- 

15 rung an der Transportanordnung vorzunehmen, und zwar beziiglich 
der Anordnung der dort vorgesehenen Einspanneinrichtungen . Mit 
der vorgenommen Modif izierung, namlich dem Obereinander-Anord- 
nen der Einspanneinrichtungen in Kombination mit deren separa- 
ter Steuer- bzw, Auslosbarkeit , wird die Realisierung der oben 

20 erwahnten Kombination von Zufuhr- und Abtransportvorgang in 
einfacher Weise ausfuhrbar. 

Die vorgeschlagene Anordnung in Verbindung mit einer geeigneten 
Steuerung der Transportanordnung ermoglicht es, in einer dem 

25 Magazin benachbarten ersten Arbeitsstellung der Transportanord- 
nung nahezu zeitgleich eine erste, zur Bearbeitung benotigte 
Chiptragerplatte aus dem Magazin zu entnehmen und eine zweite, 
aus der Arbeitsstation entnommene Chiptragerplatte in das Maga- 
zin abzulegen. Ebenso ermoglicht es die vorgeschlagene Anord- 

30 nung, in einer zweiten, dem Chipausstechsystem benachbarten Ar- 
beitsstellung unmittelbar auf einanderf olgend eine abzutranspor- 
tierende Chiptragerplatte zu entnehmen und die zuzuftihrende 
Chiptragerplatte mit den zu bearbeitenden Chips zu ubergeben. 
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In einer bevorzugten Ausfuhrung der Transportanordnung weisen 
die erste und zweite Einspanneinrichtung jeweils einen zwischen 
einem ersten und einem zweiten Abstand zu einer Grundstellung 
des Halters verfahrbaren Aufnehmer auf. Jedem Aufnehmer ist ei- 
ne Klammer zum steuerbaren Festklemmen jeweils eines Chiptra- 
gerplattens oder zu deren Freigabe zugeordnet . Die Klammern 
sind vorzugsweise pneumatisch oder auch elektrisch betatigt, so 
dafi die Transportanordnung leicht und schnell bewegbar und 
steuerbar ist und kompakt aufgebaut werden kann. 


Die Chiptragerplatten haben insbesondere im wesentlichen die 
Form einer quadratischen Platte mit einer Offnung im Inneren. 
Zwischen den Aufienkanten der Platte und dieser Offnung sind 
speziale Ausformungen vorgesehen, die sowohl die Aufnahme von 
15 Wafern als auch als auch von verschiedenen genormten Tragern 
fur eine Mehrzahl von einzelnen Chips erlauben. 


Die Aufnehmer der Transportanordnung sind an die Gestalt und 
Abmessungen eines Eckbereiches der Chiptragerplatte angepalit 

20 und haben zwei zueinander senkrecht verlaufende Schenkel, wel- 
che durch eine viertelkreisf ormige Vorderkante miteinander ver- 
bunden sind. Diese Vorderkante ist konzentrisch zu einer auf 
dem Aufnehmer liegenden Chiptragerplatte. Die Klammern der Auf- 
nehmer sind nahe der Aufienkanten der beiden Schenkel angeordnet 

25 und wirken zusammen mit Rastmitteln (speziell Ausnehmungen) auf 
der Oberflache der Chiptragerplatte. Hierdurch wird zugleich 
eine exakte Positionierung der Chiptragerplatte beziiglich der 
Transportanordnung gewahrleistet , die eine hohe Prazision bei 
der Ubergabe an die Arbeitsstation bzw. in das Magazin sichert. 

30 Bevorzugt sind in zwei anderen Eckbereichen der Chiptragerplat- 
te weitere Rostmittel zum Eingriff von Aufnehmern am Chipaus- 
stechsystem vorgesehen. 

In der bevorzugten Ausfuhrung des Wechselmechanismus sind die 
35 erste und zweite Einspanneinrichtung an einem gemeinsamen 
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Grundkorper angebracht, welcher gegenuber dem Halter der Trans- 
portanordnung (in einem eingeschrankten Bereich) vertikal ver- 
fahrbar ist. Somit wird - im Zusammenwirken mit einer entspre- 
chenden Ausfuhrung des Magazins selbst - die Ausfuhrung der 
. 5 vorgeschlagenen Ablege- und Entnahmevorgange auf der Magazin- 

seite ebenso wie die Obergabe und Entgegennahme von ChiptrSger- 
platten am Chipausstechsystem gesichert. 

Eine bevorzugte Ausf utirungsf orm eines Chiptragerplattensystems 
10 gemafi der Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf die 
beigefugten Zeichnungen naher beschrieben; in den Zeichnungen 
zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Gesamtansicht der wichtigsten 

15 Komponenten einer automatischen Hybrid-Chipbond- 

maschine; 

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Chiptragerplatte und 

20 Fig. 3A bis 3C drei Ansichten einer dreh- und verfahrbaren 

Transportanordnung . 

Fig. 1 zeigt in einer Prinzipdarstellung eine automatische Hy- 
brid-Chipboncimaschine 1, die einerseits eine Epoxy-Druckstation 

25 (epoxy die bonder) 2 und andererseits eine Greif zangen-Chipmon- 
tagestation (die collet system) 4 als eigentliche Arbeitssta- 
tionen aufweist. Weiterhin umfalit die Chipbondmaschine 1 ein 
Chipzuf uhrungssystem 6 und ein Chipausstechsystem 8. Zum Chip- 
zuf uhrungssystem 6 gehort ein Magazin 10 zur Aufnahme einer 

30 Mehrzahl von Chiptragerplatten sowie der eigentliche Zuftih- 

rungsmechanismus, welcher Gegenstand der Erfindung ist. Derar- 
tige Chipbondmaschinen sind seit langerem bekannt, so dafi Auf- 
bau und Zusammenwirken der Hauptkomponenten hier keiner weite- 
ren Beschreibung bedurf en . 

35 



Ein Magazin 10 nimmt funf oder mehr Chiptragerplatten 12 auf . 
Es hat einen Rahmen mit Einschubleisten fur die Chiptragerplat- 
ten und ist vertikal verfahrbar, um ausgewahlte Tragerplatten 
in eine Abgabeposition bzw. leere Facher in eine Auf nahmeposi- 
5 tion fur zurucktransportierte Tragerplatten zu bringen. 

Fig. 2 zeigt in einer Draufsicht eine bevorzugte Chiptrager- 
platte 12 zum Einsatz in einer Hybrid-Chipbondmaschine 1 nach 
Fig. 1 in Verbindung mit einer Transportanordnung 40 nach 
10 Fig. 3A bis 3C. 

In Fig. 3A bis 3C sind eine Vorderansicht , eine Seitenansicht 
bzw. eine Draufsicht einer Transportanordnung 40 als zentralem 
Bestandteil des Chipzuf uhrungssystems 6 einer Hybrid-Chipbond- 
15 maschine nach Fig. 1 dargestellt. Diese Einheit umfafit eine er- 
ste und eine zweite Einspanneinrichtung .42, 44, die ubereinan- 
der an einem Grundkorper (Kopf) 4 6 angebracht sind. 

Jede der ersten und zweiten Einspanneinrichtung 42, 44 weist 
20 einen Aufnehmer 4 8 auf, uber dem ein Klemmstuck 50 angeordnet 

ist. Jedes Klemmstuck 50 weist zwei Zentrierkonusse 52 auf, die 
mit entsprechenden Vertiefungen an der Chiptragerplatte 12 
(siehe Fig. 2) zusammenwirken . Der Aufnehmer 4 8 und das Klemm- 
stuck 50 sind von einer (nicht gezeigten) Feder 56 in die Of- 
25 fenstellung vorgespannt. 

Die Federkraft wird durch eine pneumatisch wirkende (nicht dar- 
gestellte) Antriebseinrichtung uberwunden, die das jeweilige 
Klemmstuck 50 mit den darin angebrachten Zentrierkonussen 52 
30 auf den zugehorigen Aufnehmer 4 8 zu bewegt . Hierdurch wird die 
jeweils zu ergreifende Chiptragerplatte zwischen beiden einge- 
klemmt und zugleich in ihrer Position prazise festgelegt. 

Beide Einspanneinrichtungen 42, 44 sind an einem Gleitstiick 54 
35 montiert, welches in einem Einspanngehause 56 vertikal verfahr- 
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bar gelagert ist. Die Verf ahrbarkeit des Gleitstucks 54 uber 
einen vorbestimmten Verf ahrbereich client der leichten Obergabe 
einer dem Chipausstechsystem zuzuf uhrenden Tragerplatte an de- 
ren Aufnehmer bzw. der leichten Obernahrne einer bereits bear- 
beiteten Tragerplatte von dem Aufnehmer des Chipausstechsys- 
tems, insbesondere in zwei auf einanderf olgenden Handhabungs- 
schritten. Aus dem Grundkorper 46 erstreckt sich ein Ausleger 
58, auf dem das Einspanngehause 56 und mit ihm die Einspann- 
einrichtungen 42, 44 langsverschieblich sitzen. 


In einer geeigneten Steuerungs-Kombination zum Antrieb des Ein- 
spanngehauses 56 auf dem Ausleger 60, des Gleitstucks 54 gegen- 
uber dem Einspanngehause 50 und der Klemmstucken 50 gegenuber 
dem Aufnehmer 48 wifd das Erfassen und Ablegen von zu transpor- 

15 tierenden Chiptragerplattenn 12 im Magazin 10 bzw. am Chipaus- 
stechsystem 8 bewirkt. Der Transport zwischen diesen wird im 
wesentlichen durch die erwahnten Langsbewegungen des Einspann- 
gehauses 56 auf dem Ausleger 58, in Verbindung mit Vertikalbe- 
wegungen des Magazins 10 zur Zufuhrung einer ausgewahlten Chip- 

20 tragerplatte zur Abgabeposition oder eines leeren Faches zur 
Auf nahmeposition sowie in Verbindung mit Erfassungs- und Ver- 
schiebebewegungen mindestens eines Aufnehmers des (hier nicht 
genauer beschriebenen) Chipausstechsystems bewerkstelligt . 

25 Die Chiptragerplatte 12 hat im wesentlichen die Form einer qua- 
dratischen Platte 12.1 mit einer zentralen kreisf ormigen Aus- 
nehmung 12.2. Diese ist von einer ringf ormigen Nut 12.3 mit 
mehreren Erweiterungsbereichen 12.4 und einer Mehrzahl von Mon- 
tagebohrungen 12.5 umgeben, in die (in verschiedenen moglichen 

30 Positionen) Werkstiickhalter 13A bzw. 13B zu halten von Wafern 
oder zusatzlichen Tragern fur eine Mehrzahl von Chips (nicht 
dargestellt) montiert sind. Zwei Sackbohrungen 12.6 in der 
Oberflache der Platte 12.1 sind zum Eingriff der entsprechend 
angeordneten ( Zentrierkonusse 52) an den Eingriff sstucken 42, 

35 44 der Einspannanordnung (Fig. 3A bis 3C) vorgesehen, und zwei 
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weitere Paare von Bohrungen 12.7 sind dazu vorgesehen, dafl die 
Tragerplatte von einem Aufnehmer des Chipausstechsystems erfaftt 
und dort prazise positioniert werden kann. 

5 Die dargestellte Chiptragerplatte stellt nur eine von vielen 
zweckmaftigen AusfiAhrungen dar, welche an die verschiedenen, 
eingangs erwahnten Typen von Chips und Chipzuf uhrungssystemen 
angepaflt sind, Es versteht sich daher, dali in einem vorgegebe- 
nen Chiptragerplatten-Wechselmechanismus lediglich die Aulienab- 
10 messungen und die Lage und Gestalt von Eingrif f selementen zum 
Transport der Chiptragerplatten invariant sind. 

Im Sinne des an anderer Stelle beschriebenen und in den Verfah- 
rensanspriichen spezif izierten Transpbrtablauf es wird die Trans- 

15 portanordnung 40 des Wechselmechanismus 6 jeweils in eine erste 
Arbeitsstellung gebracht, in der die Einspanneinrichtungen 42 , 
44 jeweils eine aus der Arbeitsstation bzw. dem Chipausstech- 
system kommende Chiptragerplatte im Magazin 10 ablegen und eine 
neue Chiptragerplatte aus diesem abholen konnen, bzw. eine 

20 zweite Arbeitsstellung, in der die zuletzt in der Station be- 
findliche Chiptragerplatte aus dieser entnommen und nahezu 
zeitgleich die neu abgeholte Chiptragerplatte der Station zuge- 
fiihrt wird. 

25 Im Magazin 10 wird die Chiptragerplatte 12 von einem Gleich- 
strommotor in die vertikale Position angetrieben, in der eine 
ausgewahlte Chiptragerplatte 12 sich in der korrekten vertika- 
len Lage zur Zufiihrung zu der drehbaren Transportanordnung 4 0 
bef indet . 

30 

Die entsprechende Chiptragerplatte wird ergriffen und aus dem 
Magazin genommen, und danach wird durch geeignetes Verfahren 
der Chiptragerplatten 12 im Magazin 10 sowie des Gleitstucks 54 
gegeniiber dem* Einspanngehause 5 6 der Transportanordnung 4 0 die 
35 soeben zuruckgebrachte Tragerplatte von der Transportanordnung 
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freigegeben und in einem freien Fach im Magazin abgelegt. Die 
Reihenfolge der beiden Vorgange kann auch umgekehrt sein. Der 
Entnahme- und Bestuckungsvorgang in der Arbeitsstat ion bzw. dem 
Chipausstechsystem 8 ist den Figuren nicht zu entnehmen, ergibt 
sich fur den Fachmann aber aus dem Aufbau der Transportanord- 
nung und den oben gegebenen Erlauterungen zum Verf ahrensablauf . 

Die beschriebenen Entnahme-, Bewegungs- und Ablageschritte der 
Tragerplatten " werden programmgesteuert ausgefuhrt, wobei eine 
ausgefeilte Sensorik Fehlsteuerungen - beispielsweise die Abla- 
ge einer aus dem Chipausstechsystem zuruckkehrenden Tragerplat- 
te in ein bereits belegtes Fach des Magazins - zuverlassig ver- 
hindert. Es versteht sich, daii auch die Auswahl bestimmter Tra- 
gerplatten aus dem Magazin und anschlieliend das Ausstechen vor- 
bestimmter Chips von der jeweiligen Unterlagen (Tragerfolie o. 
a.) im Chipausstechsystem auf der GrundLage eines vorgespei- 
cherten Bestiickungsschemas erf olgt . 

Durch Ausfuhren des oben beschriebenen Arbeitszyklus ist es 
moglich, den Hybrid-Chipbonder mit einer stark verringerten Ab- 
schaltzeit zwischen dem Bonden verschiedener Chiptypen zu be- 
treiben . 
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Chiptragerplatten-Wechselmechanismus zur Verwendung 
in einer Hybrid-Chipbondmaschine 


Patentansproiche 

1 . Chiptragerplatten-Wechselmechanismus, insbesondere zur 
Verwendung in einer Hybrid-Chipbondmaschine (1) , mit: 
einer Mehrzahl von Chiptragerplatten (12) , 
einem Magazin (10) zur Speicherung der Mehrzahl von 
5 Chiptragerplattenn (12) , 

einer Transportanordnung (40) , die eine erste und zwei- 
te Einspanneinrichtung (42, 44) aufweist, welche an ei- 
nem bewegbaren Halter (46) angeordnet sind, wobei die 
Transportanordnung dazu ausgebildet ist, eine ausge- 

10 wahlte Chiptragerplatte aus dem Magazin zu entnehmen, 

sie einer Arbeitsstation, insbesondere einem Chipaus- 
stechsystem (8) , der Chipbondmaschine zuzufiihren, sie 
aus der Arbeitsstation nach einem Arbeitsgang wieder 
aufzunehmen und sie im Magazin abzulegen, 

15 - einer Steuereinrichtung zum Weiterbewegen der Chiptra- 

gerplatten -in dem Magazin derart, dafl die ausgewahlte 
Chiptragerplatte an einem Abholpunkt zur Abholung aus 
dem Magazin positioniert wird, und 

einer Steuereinrichtung zum Bewegen des Halters der 
20 Transportanordnung, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
die erste und zweite Einspanneinrichtung (42, 44), insbe- 
sondere in vertikaler Ausrichtung miteinander, ubereinan- 
der an dem Halter (46) angeordnet und einzeln zur Freigabe 
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oder zum Festklemmen jeweils einer Chiptragerplatte in ein 
und derselben Winkelstellung des Halters ausgebildet sind. 

2. Chiptragerplatten-Wechselmechanismus nach Anspruch 1, 
5 dadurch gekennzeichnet, daft 

die erste und zweite Einspanneinrichtung (42, 44) jeweils 
einen Aufnehmer (48) mit einer pneumatisch oder elektrisch 
betatigten Klammer (50, 52) zum steuerbaren Festklemmen 
einer Chiptragerplatte (12) oder zum Freigeben derselben 
10 aufweist . 

3. Chiptragerplatten-Wechselmechanismus nach Anspruch 1 oder 
2, 

dadurch gekennzeichnet, daft die Chip- 
15 tragerplatten (12) als Platten (12.1) mit einer im wesent- 

lichen quadratischen Auftenform und Eingrif f smitteln, ins- 
besondere Ausnehmungen (12.6, 12.7), zum Eingrif f der Ein- 
spanneinrichtungen der Transportanordnung sowie von Hal- 
temitteln des Chipausstechsystems ausgebildet sind. 

20 

4 . Chiptragerplatten-Wechselmechanismus nach einem der voran- 
gehenden Anspruche,' 

dadurch gekennzeichnet, daft 
die Chiptragerplatten (12) zur Aufnahme aller herkommli- 
25 chen Chiptrager, insbesondere vom Typ des Waffelpacks, 

Gelpacks oder Tragerf ilmrahmen, ausgebildet sind. 

5. Chiptragerplatten-Wechselmechanismus nach einem der voran- 
gehenden Anspruche, 

30 dadurch gekennzeichnet, daft 

die erste und zweite Einspanneinrichtung (42, 44) an einem 
gemeinsamen Grundkorper (54) angebracht sind, welcher ge- 
genuber einem Gehause (56) der Transportanordnung (40) 
vertikal verfahrbar ist. 
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6. Verfahren zum Betrieb des Chipzuf uhrungs-Wechselmechanis- 
mus einer Hybrid-Chipbondmaschine, insbesondere nach einem 
der vorangehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
5 ein Schritt des Entnehmens einer ausgewahlten Chiptrager- 

platte aus einem Magazin und ein Schritt des Ablegens ei- 
ner aus einer Arbeitsstation entnommenen weiteren Chiptra- 
gerplatte unmittelbar auf einanderf olgend in einer ersten 
Arbeitsstellung einer Transportanordnung des Wechselmecha- 

10 nismus und 

ein Schritt der Ubergabe der aus dem Magazin entnommenen 
Chiptragerplatten in die Arbeitsstation sowie ein Schritt 
des Aufnehmens der bearbeiteten Chiptragerplatte aus der 
Arbeitsstation in dieser Oder der umgekehrten Reihenfolge 

15 in einer zweiten Arbeitsstellung der Transportanordnung 

ausgefuhrt werden, 

derart, dafi jeder Transportvorgang vom Magazin zur Ar- 
beitsstation und umgekehrt wahrend der Handhabung einer 
Chiptragerplatte in der Arbeitsstation ausgefuhrt wird. 

20 

7. Verfahren" nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
jeder Transportvorgang sowohl der Zufuhrung einer ausge- 
wahlten Chiptragerplatte zur Arbeitsstation als auch dem 
25 Zuriickbringen einer Chiptragerplatte von der Arbeitsstati- 

on zum Magazin dient. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

30 die Transportanordnung zwischen der ersten und zweiten Ar- 

beitsstellung und umgekehrt nur eine geradlinige Bewegung 
ausf uhrt . 
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Zusammenf assung V Q8. NOV. 2001 

Chiptragerplatten-Wechselmechanismus, insbesondere zur Verwen- 
dung in einer Hybrid-Chipbondmaschine (1), mit: einer Mehrzahl 
5 von Chiptragerplatten (12), einem Magazin (10) zur Speicherung 
der Mehrzahl von Chiptragerplatten (12), einer Transportanord- 
nung (40) , die eine erste und zweite Einspanneinrichtung (42, . 
44) aufweist, welche an einem bewegbaren Halter (46) angeordnet 
sind, wobei die Transportanordnung dazu ausgebildet ist, eine 

10 ausgewahlte Chiptragerplatte aus dem Magazin zu entnehmen, sie 
"einer Arbeitsstation, insbesondere einem Chipausstechsystem 
(8), der Chipbondmaschine zuzuf uhren, sie aus der Arbeitsstati- 
on nach einem Arbeitsgang wieder aufzunehmen und sie im Magazin 
abzulegen, einer Steuereinrichtung zum Weiterbewegen der Chip- 

15 tragerplatte in dem Magazin derart, daft die ausgewahlte Chip- ' 
tragerplatte an einem Abholpunkt zur Abholung aus dem Magazin 
positioniert wird, und einer Steuereinrichtung zum Bewegen des 
Halters der Transportanordnung, wobei die erste und zweite Ein- 
spanneinrichtung (42, 44), insbesondere in vertikaler Ausrich- 

20 tung miteinander, ubereinander an dem Halter (4 6) angeordnet 
und einzeln zur Freigabe oder zum Festklemmen jeweils einer 
Chiptragerplatte in ein und derselben Winkelstellung des Hal- 
ters ausgebildet sind. 

25 (Fig. 1) 
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